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La presente invention concerne la realisation de conden- 
sateurs Slectrolytiques solides et plus specialement de oon- 
densateurs Slectrolytiques solides aa tantale par formation 
a'une pastille poreuse de tantale sur un substrat comportant 
au moins une face en tantale constituent la connexion anodique. 

La majority dee condensateurs a u tantale a Electrolyte, 
solid* sont actuellement realises par les operations suivantes: 
compression d»une poudre fluide de tantale, avec ou sans liant, 
dans un moule, retrait de cette poudre du moule, frittage, fori 
mation d'un oxyde isolant, revetement par un electrolyte so- 
lide et formation d 'une contre-^lectrode. 

Pour les usages necessitant das densites volumiques eievees 
de composante, en particulier pour des ensembles a montage 
planaire et a circuits int ogres hyhrides, oh a proposS plu- 
sieurs types de condensateurs solides au tantale comportant 
un substrat de tantale. Dans plusieurs cas, des cartes ou 
coupelles dans lesquelles la poudre de tantale est disperses 
at frittee sont m<Snagees dans le substrat de tantale. Dans 
une autre realisation, un substrat plan de tantale est recon- 
vert par un gabarit en tantale dans lequel la poudre est en- 
fermee. La forme des substrats ou gabarits mentionnes ei-des- 
sus determine et limite exactement la forme geometrique des 
pastilles poreuses de tantale ainsi realisees. Le precede au 
gabarit est particulierement restrictif etant donne que l»e- 
paiaseur de ce gaoarit determine avec precision l'epaisseur 
des- pastilles de poudre de tantale et ce gabarit ou bien doit 
etre enleve avec precaution pour eviter la destruction des 
pastilles, ou bien doit Stre mene conserve pendant l'operation 
de frittage. Les precedes ci-dessus mis en oeuvre avec une 
poudre placee sur un substrat n^cessitent des d^penses specia- 
ls pour l'outillage de cheque modele de condensateur a reali- 
ser, tout comme les precedes plus classiques a pastille moulee. 
De plus, les precedes de la technique anterieure tendent a 
produire une masse de tantale frittee avec une surface lisse 
Axnsi, par exemple,l» introduction d'uue solution de sel mangal 
neux dans la masse poreuse est realisee par des precedes parti- 
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cullers qui s'opposent Si la tendance de la solution saline h 
s l lcouler par la surface lisse. 

Ces proc£dgs connus conviennent h la realisation de plu- 
sieurs condensateurs au tantale sur le m&me substrat. Dependant 

5 ils sont limites par I'outillage n^cessaire en ce qui concerne 
les dimensions et lea intervalles minimaux: entre ces condensa- 
teurs, II est souhaitable de realiser des condensateurs plus 
pet its ayant. un produit capacity-tension plus eieve, et moins 
espacds, pour *bdn£f icier des avantages d*une miniaturisation 

10 plus pouss^e et d'une production plus economique.. 

La pr^sente invention concerne des condensateurs solides 
au tantale trfes miniaturises permettant l'obtention d*une den- 
sity volumique eievee et pouvant Stre relies directement ou par 
des conduct eurs et, eventuellement, satisfaire h des conditions 

1 5 trbs diverses concernant la realisation de "blocs et leur mon- 
tage. 

Elle concerne aussi un procede de fabrication de condensa- 
teurs au tantale h electrolyte solide n^cessitant settlement un 
outiHage bon marche et facile St realiser, permettant l , abais— 

20 sement des f rais de fabrication. 

Plus precis^ment un precede de realisation de condensateurs 
h Electrolyte solide selon 1* invention comprend le- d^pSt par 
serigraphie d f une ou plusieurs couches. d*un melange d*une poudre 
&*un metal pour redresseurs et d r un liant liquide sur la face 

25 d'un substrat en m§me metal pour redresseurs.La couche complete 
deposee est frittee sous forme d*une pastille porfeuse de metal 
pour redresseurs, liee par ftittage h la face de m6me metal du 
substrat. Iia pastille frittee a une surface rugueuse avec un 
dessin reproduisant les mailles de 1 'dozen de serigraphie. Une * 

30 couche d'oxyde de metal pour rejlresseurs est formes, un eiec^ 

trolyte solide h. base de Mn0 2 est applique sur la pellicule,puis 
une contre-eiectrode est applique e sur le MnOg.^De nombreux 
condensateurs peuvent $tre realises simultanement sur un subs- 
trat et ensuite decoupes en groupes de un ou plusieurs conden- 

35 sateurs. La serigraphie est utilisee avantageus anient pour les 
operations de masquagel entre les condensateurs eiementaires et 




1 Application de la contre-^lectrode. Ees eerans constituent 
la majeure partie de l«outillage neScessaire pour la fabrication, 
constituant ainsi un outillage relativement peu coftteux et con- 
duisant & une installation de production unif iee et relativement 
bon marchd. Les condensateurs sdpards ou multiples r£alis£s par 
ce procSd£ sont representee avee divers conducteurs de raccor- 
dement ou assembles sans conducteurs, par exemple par un procg- 
. dS duplication k plat classique sur un substrat de circuits 
int£gr€s . 

L 1 invention sera dcScrite plus en detail en regard 
des dessins annexefe nullement limitatif s et sur lesquels i 

La figure 1. est une £L£vation latdrale d*uh substrat 
de tantale- sur lequel sont. d£pos£es des pastilles de tantale; 

la figure 2 est une vue en plan, de 1' ensemble de la figure 

i; 

la figure 3 est une vue en plan d»un substrat de tantale 
sur lequel sont formes 15 condensateurs au tantale j 

la figure 4 est une coupe h grande dclielle d l un condensa- 
teur element aire selon ^invention; 

la figure 5 est une vue en plan d*un condensateur polaris£ 
selon I'invention qui a 6H6 d£coup£ dans un ensemble comportant 
un grand nombre de condensateurs semblables et auquel des f ils 
conducteurs sont attaches; 

la figure 6a represent e un condensateur non polarise selon 
1 4 invention? - 

la figure 6b reprgsente le condensateur de la figure 6a 
montg a plat sur un? plaquette k circuits imprimis ou un circuit 
int£gr£j 

la figure 6c represents le condensateur de la figure 6a 
auquel sont fix^es des pattes conductriceS; 

la figure 7a represente vu par deseus un condensateur po~ 
larisd. selon l*invention; 

la figure 7b represente le condensateur de la figure 7a . 
montd h. plat? 

la figure 7c repr^3ente le condensateur de la figure 7a 
auquel sont f ixdes des pattes bona ue trices; ; ' 
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la figure 8 est une coupe a , un bo^tier h double range e 
contenant les condensateurs de la figure 7c, par le plan 8-8; 

la figure 9 reprdsente tin boitier dans lequel un conden- 
sateur multiple selon 1 X invention comporte une connexion d 1 anode 
5 commune; ■. 

la figure 10 repr^sente une coupe du condensateur de.la 
figure 9 par le plan 10-10*; 

la figure 1 1 repr^sente un boltier dans lequel un conden- 
sateur multiple selon 1* invention a une ca-Baode* commune; et 

10 la figure 12 repr^sente une coupe du condensateur de la 

figure 11 par le plan 12-12. * - 

Dans un precede pre'fere* selon l ? invention 5 on depose par 
serigraphie sur une. feuiile de tantale une ou plusieurs pastilles 
epaisses constitutes par iane encre gpaisse contenant de la poudre 

1 5 de tantale, la figure 1 represents une elevation laterale r.t 
la figure 2 une vue par dessus d*un substrat 10 de tantale avec 
des pastilles 1*1 epaisseg d^pos^es desdrus. 

Une encre pour impression par serigraphie appropri^e est 
pr^par^e^ par melange de poudre de tantale finement divis^e avec 

20 un liant et si ndcessaire- un diluant ou aolvant, si bien<p. T une 
pastille korizontale epaisee d 1 encre d^pos^e par serigraphie ne 
donne lieu pratiquement k aucun aplanissement ni ecoulement au 
repos, c*est-k-dire en I'absence d»agitation. 

La trame ou ecran est 'masque de fagon que l , iancre puisse 

25 passer h travers certaines parties seulement de cette. trame et 
plus pr^cistment, dans le present "exemple, povo? former les 
pastilles 11» Les 16 pastilles representees constituent simpls- 
ment un exemple, etant donne qu'une pastille. ou plusieurs mil- 
liers de pastilles peuvent §tre ainsi cgpos^es par serigraphie sur 

30 un seul . substrat . 

•Routes les pastilles 11 sont representees avec una surface 
rugueuse 12 et, en fait, cette rugosite superf xcielle reproduit 
le dessin de la trame elle-m&ae. Cette rugosite superf icielle est 
particuliferement avantageuse pour la realisation de condensateurs 

35 solides au tantalo pomme on le verra, et I'absence d» ecoulement 
permet le depdt de pastilles d»encre hum.ide dont les dimensions 
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et les intervalles sont conserves. Cette derni&re caracteristi- 
. que permet un depfit h aensite eievee de petites pastilles qui, 
dans le cas contraire , puurraient se reunir ou empScher 1 f utili- 
sation des intervalles entre pastilles pour d'autres applications. 

5 Dans le procede prefere cette encre est d^posee par seri- 

graphie sur un substrat de tantale en dormant une mince couclie 
ayant une epaisseur de l*ordre de 0,1mm. Un courant d l air chaud 
est dirige pendant quelques secondes sur la face sup^rieure de 
ce substrat et la couche d* encre, provoquant 1 •evaporation des 

10 produits volatile de 1* encre et solidifiant la couche. Une ee- 
conde couche d^enore est imprimee par dessus et superposes exac- 
tement k la premiere couche. On chauf f e h nouveau pour soiidifier 
cette seconds couche. Les operations de depSt et de chauf f age 
peuvent Stre r£p£t£es autant de fois que n^cessaire pour r^aliser 

15 une couche complexe constitute par le melange solidifie h base 
de tantale et ayant l*epaisseui^ ddsir.ee. Evidemment une couche 
peut stiff ire. On place ensuite le substrat dans un f our h vide 
et fritte les pastilles h une temperature comprise entre 1550 et 
2 000°C . Pendant ce sejour dans le vide h haute temperature, 

20 le liant fixant les particules de tantale h 1» encre est decompo- 
, se et chasse et lesdites particules restent lites entre elles 
.et h la couche sous-jacente de tantale Q Cela produit vine couche 
ou pastille tr&s poreuse de tantale liee par frittage au subs- 
trat de tantale. . 

25 Le contact avec le substrat est realise par un fil ou une 

patte conducteurs en tantale partant de ce substrat et le subs- 
trat et la couche de tantale poreuse sont traites anodiquement 
par des precedes c annus, recouvrant toutes les surfaces de tan- 
tale d'une pellicule d* oxyde de tantale. Get oxyde de tantale 

*50 est le dieiectrique du condensateur. 

Aprbs lavage et elimination de 1 1 electrolyte d*anodisation, 
une couche d*arr§t constituee par exemple par un vemis au sili- 
cone ou du^eflon" (polytetraf luor ethylene - marque deposde de 
la firms Du Pont, Stat s-Unis d^Amerique) est appliqute sur la 

35 face? de tantale oxyde dans les region comprises entre les pas- 
tilles de tantale o Un teflon" parbiculierutilisable est le 
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"Teflon. 1 Du Pont n° 851 -204 . De nombreux autre's fluorocarbures 
peuvent convenir. . 

La figure 3 represente le substrat en tantale 30 avec des 
portions de la couche d^rr^t, par exemple 33 et 34> entre les 
5 pastilles 31 . Ce revStement est de pref ferenee applique par sdri- 
graphie puis dure! par chauffage. Sil'on sdpare ulterieurement 
par d^coupage les condensateurs eiementaires, cette couche sert 
principalement k' eviter les courts^-cireuifc s entre la connexion 
anodique sur la face de tantale et le bioxyde de manganese cons- 
10 tituant 1» electrolyte eolide qui sera applique ensuite sur les 
pastilles de tantale poreux, Le nitrate de mangan&se qui est 
transform^ en bioxyde de manganfese ne mouille pas la oouche 
d*arr§t et n*y adhfcre pas* On peut. utiliser d*autres proc^d^s 
pour appliqtier cette .couche, par exemple la repartition du mate- 
15 riau d induction humide & l^ide d t un style, tel que 3.3 style 
type AR21 f abrique par la firme Wood Regan Instrument Company 
Nutley, Etats-TTnis d'Amerique. Avec ce procede d induction tous 
les elements parallfeles peuvent §tre realises simultan^ment en 
utilisant plusieurs de ces styles jumeies mecaniquement # 
20 Le eubstrat est ensuite maintena par un bord etplonge 

dans uhe solution aqueuse d*un sel manganeux, de preference le 
nitrate manganeux • Aprbs retrait, le nitrate manganeux s f ecoule 
facileuient des surfaces- lisses tout en restant avec une epaisseur 
appreciable sur les surfaces rugueuses des pastilles de tantale 
25 poreux. Ce substrat est place dans un four porte h. une tempera- 
ture entre 250 et 450°C, ce qui fait passer tout d'abord le 
nitrate manganeux h travers les pastilles - de tantale poreux et 
provoque ensuite sa pyrolyse, puis le transforme en bioxyde de 
manganese Kn0 2 « Mn0 2 constitue 1 Electrode cathodique, II est 
30 de pratique eourante de reformer la pellicule d*oxyde de tairtale 
h cet instant. 

On .depose du graphite colloidal sur le bioxyde de manganese 
et on peut l*appliquer par impression selective au tamis k la 
partie superieure des pastilles, puis le ehauffe* pour le soli- 
35 difier. On applique une pfite, constituee par des particules 

d l argent maintenues dans un liant acrylique (par exemple: Du Pant 
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n° 481 7) , but. ee graphite par impression selective au tamis ou, 
en variante, au piriceau. Elle est ensuite chauffee et durcie* 
Si on le desire, on peut maintenant plonger le substrat flana 
une soudure detain fondu .du type 60/40 contenant aussi environ 

5 2# d*argent, & environ 200° C. En variante, on peut appliquer 
une pSte h souder siir l»argent par sdrigrapliie et refusion h 
200° C. Cet ensemble graphite-argent-soudure n*est qu*une des 
nombreuses contre-eiectrodes eff icaces qui peuvent §tre appliques 
sur l l electrolyte solide pour former "une connexion de condensa- 

10 teur eiementaire. Par exemple, une. r^sine de silicone chargde 

de particules d*argent peut. remplacer la p&te d*argent et de rS- 
sine acrylique suementionn^e . Evidemment, I'alliage particulier 
utilise pour la soudure doit Stre choisi de fagon h satisfaire 
h diverses conditions, y compris le raccordement par refusion. 

15 & iiaute temperature (par exemple 400°C) des cathodes de conden- 
sateur h un circuit integre formant support • 

H convient de noter en particulier que toutes les opera- 
tions de fabrication susmentionnees, qui rdalisent une delimi- 
tation, peuvent Stre realise es par serigraphie alors que d'autres 

20 font intervenir l l immersion ou la submersion. Par consequent, 
il suffit d*un outillage peu coftteux et facile h realiser pour 
produire des condensateurs simples ou multiples de dimensions, de 
• formes geometriques et de caractdristiques trbs variees, 

II va de sos. que, apr&s 1* application de la contre-eiec- 

25 trode, cfcaque pastille de tantale doit Stre modifiee et trans- 
foimee en un condensateur eiementaire' solide au tantale, ' tous 
ces condensateurs ayant une connexion d 'anode commune ayec la 
face tantale du substrata 

lies condensateurs eiementaires ainsi formes peuvent mainte- 
30 nant Stre separes en condensateurs isoies ou en groupes. Ce 

resultat est obtenu en decoupant ou separant autrement le subs- 
trat de tantale dans les intervalles entre les pastilles, compor- 
tant une couche d*arr§t, Les lignes types de coupe sont repre- 
sentees en pointille en 36 et 37 sur la figure 3- Le decoupage 
35 peut @tre realise par un des precedes bien oonnus de decoupage 
des plaquettes de semi-conduct eur. Par exemple . la sole abrasive 
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k fil decrite dans le "brevet des Etats-Unis d , Amerique n° 
3 435 815 s*est averse efficace. Le ddcoupage au laser convient 
bien. Ces pro.cedes de decoupage et de separation ne produisent 
pratiquement aucim dechet de tantale co&teux et conviennerit par- 

5 ticulibrement bien pour les elements de petites dimensions et 
tr&s rapproches qui caracterisent les condensateurs multiples 
selon l 1 invention. 

La figure 4 represent e une coupe d^taillee k grand e dchelle 
d*un condeneateur eiementaire au tantale* Une pellicule 41 de 

10 tantale est d£pos£e sur la. face- superieure d f un substrat en cd- 
ramique 40 ♦ A part cela, la tub de detail 4 represents un des 
condensateurs eiementaires de la figure 3. Une pastille de tantale 
42 est representee lide par frittage k la face tantale au subs- 
trat 40. Une pellicule d*oxyde de tantale 43 est representee 

15 sur toutes les regions .k decouvert de la face tantale 41 et de 
la pastille poreuse de tantale 43 (y compris toutes ses surfa- 
ces intersticielles). Une couche d»arr8t 44 recouvre une partie 
de l*oxyde de tantale qui est au-dessus de'la face tantale du 
substrat 40. Du bioxyde de manganese 45 servant d 1 electrolyte 

20 solide recouvre la" couche - 43 d 1 oxyde de tantale sauf lk ok elle 
est arrStde par la couche d f arr§t 44. Une contre-eiectrode cons- 
titute p$r des couches suocessives de graphite (carbone) 46, 
argent 47 et soudure 48 est placde au-dessus de 1 '.electrolyte 
Mn0 2 . . 

2 5 La figure 5 represents un condensateur solide au tantale 

isoie decoupe dans un substrat pour condensateurs multiples, tel 
celui represent e sur la figure 3* Un fil conducteur de cathode 
54 est represente fixe k la contre-eiectrode du condensateur 
51 et un fil conducteur d'a^iode 55 est fixe k la feuille de 

30 tantale 50. Ces conducteurs peuvent £tre ainsi raccordes avant la 
separation des condensateurs eiementaires. On voit que le con- 
deneateur de la figure* 5 convient particuli^rement pour le montage 
et le raccordemeiit k un circuit integre - hybride dans lequel un 
procede normal de liaison par compression k chaud peut Stre 

35 utilise poufc fixer les fils conducteurs 54 et 55 entre le conden- 
sateur et le circuit. 
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la figure 6a represents un groupe de deux condensateurs 
partageant le m6me substrat en tantale 60. En r£alisant un con- 
tact des contre-^Iecfcrodes 61 . et 63 avec respectivement les 
* pastilles 62 et 64 de condensateur, on Valise un condensateur 

5 simple non polar! s6 sans conducteurs. Cet ensemble non polarisd 
peut £tre montg apr&s inversion comme l f indique la figure 6b, 
sans eonducteur, h la mani&re d*un confetti plan, de fa$on que 
par exemple la contre-£Lectrode comports un enduit ext£rieur de 
eoudure tel que le substrat 60 puisse St re appliquS h plat sur 

10 les saillies soudables 67 et 68 en face de la couche de soudure 
sur un circuit int£gr£ hybride 69 et le tout est assembld par 
cfcauffage et refusion de la soudure. En yariante, des pattes 
mdtalliques 65 et 66 (voir figure 6c) peuvent Stre fishes res- 
pectivement aux contre-^lectrodes 61 et 63 de fa$on h realiser 

15 un condensateur non polarise avec des conducteurs. Ces conduc- 
teurs peuvent Stre fixtls par soudure par refusion ou d % autres 
proc£d£s. 

La figure 7a repr£sente un seul condensateur 6l6mentaire 
71 sur un substrat 70 en tantale qui comporte une barre mdtal- 

20 lique 73 de pr6f Irenes en nickel ou ?Kovar ff (marque ddpos«£e d*un 
alliage de la ¥estinghouse Electric Co, Blairsville, Etats-TJnis 
d^^meriquo) soud£e par points, ou de mani&re discontinue, au 
substrat apr&s mise en place des contre-e5lectrodes. Une telle 
soudure peut dtre r€alis3e k travers la couche d l arrSt et la 

25 couche d'oxyde de tantale par un proc£d£ de soudure par d^char- 
ges de condensateur. La barre 73 a de pr€f<Srence la m§me £pais- 
seur que le corps de condensateur 72 si bien que le condensateur 
peut @tre montd h plat apr&s retournement, comme l*indique la 
figure 7d, aur tin circuit 79 relig aux saillies 77 et 78 sous 

30 la forme d*un condensateur sans conducteur appliqu£ k plat, 

polarise. Bn variante, comme l*indique la figure 7c f des pattes 
mdtalliques 75 et 76 peuvent Stre fixcSes h la contre-6lectrode 
71 et Si la "barre 73, respectivement, pour realiser vine liaison 
conductrioe avec ce condensateur. 

35 II va de soi que des condensateurs simples ou multiples 

selon 1* invention, par exemple ceux des figures 6 et 7, sent 
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utilisables pour 1* incorporation dans un boitier mouie k com- 
posants, tels que le bbitier classique k double rang^e qui est 
utilise couramment pour le montage des plaquettes de circuits 
imprimis. La figure 8 repr^sente une vue de c8t£ en coupe, pax 
5 le plan 8-8, d'un tel boltier dans lequel une matikre plastique 
80 enrobe le corps du condensateur de la figure 7 et une partie 
des pattes conduct rices, Les pattes conductrices 75 et 76 peu- 
vent §tre realleges k partir d l une pifece faisant partie d»un 
ensemble classique de conducteurs auquel les condensateurs 
10 selon 1* invention ainsi que d'autres composants sont en g£n£ral 
soud^s, bras£s ou relics d*une autre maniere avant l*enrobage.. 

D*autres bottlers k double rang£e peuvent §tre r£alis6s 
avec des condensateurs selon 1* invention de manikre que ces con- 
denaateurs puissent §tre raecordds par une borne positive com- 
15 mune ou une borne negative commune. La figure. 9 repr£sen*e un 
boitier dans lequel 12 condensateurs 91 s£par£s opt d-es contacts 
constitute par deux pattes m^talliques 93, qui sont relics k^ 
la face tantale 90 d*un substrat et qui eux-m§mes_sont communs 
a toutes les- pastilles de tantale, errant ainsi un ensemble de 
20 condensateurs- avec un p&le positif commun.Une patte en m^tal 92 
est f±x6e k la contre-dlectrode de cbaque condensateur, r£al±sant" 
ainsi des connexions s€par£es au pSle n€gatif . La figure 10 
repr&sente une coupe par le plan 10-10 du boitier de la figure 
9 avec enrobage par une matikre plastique isolante 94* 
25 * Bien que les condensateurs d^crits ci-dessus et les prece- 

des povir les r^aliser utilisent un substrat en tantale, d'au- 
tres materiaux pour substrat, comme l f alumine pure k 99 7 5% sur 
une face do laquelle une mince couche de tantale est d£pos£e 
; par pulverisation, conviennent, Cette alumine trks pure peut r£- 
30 sister k des temperatures de frittage d l environ 1600°C sans nuire 
k la quality de l t anpde de tantale.* Si l»on utilise un substrat 
d f alumine pour la realisation de condensateurs selon la pr^sente - 
invention, il convierit d'utiliser le proceae cXassique de trace 
et de separation en corps de condensateur s^pards. 
35 Pour r^aliser un boitier a double rangte avec plusieurs 

condensateurs comportant un p81e n^gatif commun, on peut utilise* 
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un substrat d'alumine du type decrit ci-deeeue. Apres la reali- 
sation descosdensateurs selon 1« invention, ces condensateurs 
peuvent etre sepals mais fixes sur le meme substrat par vapo- 
risation de la oouche de tantale entre les condensateurs. On 
peut utiliser par exemple un faisceau laser pour vaporiser le 
tantale sans decouper le substrat de ceramique. La figure 11 
represente un boltier a double rangee de ce type. La couche de 
tantale 110 deposee sur le substrat en ceramique 115 a ete va- 
porisee selectivement pour isoler chaque eondensateur 1 1 1 S e- 
pare. One connexion individuelle.au pole positif est -realisee 
par des pattes metalliques separees 112 et une connexion com- 
mune aux contre-electrodes negatives est realisee par la piece 
-etalliqi ie 113 qui est fixee par soudage ou d»autres moyens k 
ohaque eondensateur 111. Le tout est enrobe par une matiere 
5 plastique 114 et est represente par la coupe par le plan 12-12 
de la figure 12. 

les petites dimensions et les intervalles etroits neces- 
saires pour les condensateurs destines aux bottlers a double 
rangee eont facilement realises grace a la presente invention et 
) la geometrie planaire compatible rend cette combinaison parti- 
culierement interessante. De nombreuses combinaisons et variantes, 
outre celles decrit es ci-dessus, sont possibles pour les boitiers' 
a double rangee et analogues. 

Les armatures des condensateurs multiples sont realiseee sur 
.un substrat" de tantale de 0,127mm d>epaisseur mesurant 4,775mm sur 
19,05 mm, sp^cialement etudiees pour un assemMn^ -, ' ^ 
des boltiers classics a double P ^ff kT^V^g™ 
une encre constitute par un melange homogene de 35* en poids 
de poudre de tantale en particules de dimensions comprises entre 
3 et 1 0/ u , 2,5 K> d*un liant „tel que 1« -Elvacite" constitue par 
un polymethacrylate d'isobutyle (ELVACITB est une marque deposee 
de la firme Du Pont, Wilmington ,Btats-I)nis d'Amtrique) et 12 5% 
d*un solvent qui est un ether butylique du glycol (n-butyl-" C el- 
losolve « • vendu par Union Carbide Co). D*autres metaux pour. re- 
dresseurs que le tantale, tela que Haluuiinium ou ie titare cor,- 
viennent egalement a condition que le substrat ait une face' 
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coEstituee par le m6me miStal.uxi tamis k mailles de 74 avec 

,des fils dicier inoxydable de 40,6^u de diam&tre et un cache 

d« impression par transfert de 25,4/u d»e§paisseur sont utilises. 

Un pistolet & air' chaud est utilied pour solidifier chaque couchS 

5 d€pos£e avant que la couche suivante" soit d6pos6e par s^rigra- 

phie. On admet que la surface rugueuse de la couche eomplexe 

obtenue r£duit l r importance des operations n^cessaires. concernant 

le nitrate manganeux et la pyrolyse d t au moins 20?S par rapport 

h celle ndcessaire pour une surface lisse. En outre, l'adh^rence- 

.10 dee mati^res de la contre-^lectroda- est nettement am£liQrds. Les 

pastilles de chaque condensarbeur £l«§mentaire au tantale ainsi 
• * 

obtenues ont environ 0,5 mm'd r gpaiB&eur. et leurs dimensions latd- 
rales sont 2,235 mm x 1,702 mm, avec des intervalle3 d* environ 
0,5 mm entre les pastilles, Chacun des 14 condensateurs £l£men- 

15 taires sur une plaque a une capacity de 4,7 /uF : avec. une tension 
de service de 6 V. Sur une autre plaque, tous les condensateurs 
^talent de 1,2 ^uP avec une tension de 2Q V # Si l*on considfere 
la tension d^anodisation, le calcul du produit resultant 
( ^uF x V) pour chaque condensateur £Ldmentaire donne environ 

20 70 yvOf.V. 

On peut montrer h. partir "de pes r£sultats que les conden- 
sateurs selon l*invention ont un produit d* environ 36 600^uF«V/ 
cm3 qui est directement comparable au coefficient de quality 
obtenu normalement par les proc£d£s olasslques consistant h. tas- 

25 . ser la poudre de tantale dans un moule et & former ensuite l*o- 
^ xyde de tantale isolant et la contre-electrode, Oe r^sultat est 
surprenant et parfaitement inattendu. On admet qu»en operant 
par s6rigraphie, le tassement de. i»encre et du tantale est 
realise* par la pression de la r&clette utilis^e et par la pres- 

30 sion de la trame. elle-m§me d6form£e vers le bas, provoquant une 
augmentation de la density de la poudre de tantale au-dessous 
du tamis, laissant h, la partie supSrieure une couche de solvant 
purifi^e qui est chass^e par le ehauffage ult^rieur. La surface 
rugueuse r^sultante de la partie fritt£e de tantale, qui corres- 

35 pond k la^forme du tamis, confirme cette th£orie. II va de soi 
que d«autres facteurs peuvent Stre h. l*origine de ces r^sultats 
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^tonnants, ei? la thdorie sugggrde n f est pas consid£r<§e comme 
assent ielle pour .1* invention. 

II va de soi que la pr^sente invention n*a &*6 ddcrite 
qu*& titre indicate, mais-nullement limitatif, et qu'elle est 
susceptible de diverses variantes sans sortir de son cadre. 
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REVTgflDICATIONS 

1 - Precede de realisation d f un condensateur h Electrolyte 
solide, caracterise en ce qu*il comprend la preparation d f un 
melange constituE par une .poudre finement. divisde d*un metal 

5 pour redresseurs et d'un liant, et destine k former une couche 
horizontale epaisse a'encre qui ne coule pas en 1 'absence 
d« agitation, i e ddp6t par s&rigraphie d'une ou plusieurs couches 
successives formant une couche complexe dudit melange sur un 
substrat, la couche complexe ayant une surface exterieure rugueu- 

10 se reproduisant la forme de l*ecran utilise , le substrat compor- 
tant au mo ins une face en metal pour redresseurs qui constitue la 
connexion d* anode du condensateur, le chauffage destine 
h solidif ier les couches ainsi d^pos^es aprbs chaque operation 
de d^pdt par s&rigraphie. et le frittage de la couche complexe 
. 15 ainsi d£pos£e h une temperature comprise entre 1550 et 2 000 1 J, 
de manikre que la pouche complexe forme une pastille de metal - 
poreux pour redresseurs, li£e par frittage & la face dudit metal 

\ pour redresseurs. . 

2 - Precede selon la revendication 1, caracterise en ce 
20 qu*il comprend la formation* par electrolyse d l une pellicule 

d^oxyde de metal pour redresseurs sur toutes les regions h de~ 
cbuvert de la face en m^tal pour redresseurs et la pastille po- 
reuse de ce dernier" metal, 1* immersion du substrat et de la 
pastille de metal pour redresseurs dans une solution aqueuse 

25 d*un sel manganeux., le retrait du substrat de la solution du sel, 
le ohauffage de la pastille et de la solution saline adherant h. 
celle-ci de manibre que le sel traverse la past ille poreuse et 
se transforme efr bioxyde de manganese par pyrolyse et 1 'appli- 
cation sur- la couche complexe d*une contre-eieotrode cohductrice 

30 destinee & former une connexion de cathode. 

3 - Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que 
le melange est prepare par combinaison sous forme homog&ne de 
poudre de metal pour redresseurs* finement divisee ayant des par- 
ticules de dimensions comprises entre 3 at iO^u , le liant est 

35 du polymethacrylate d*ieobutyle et le v£hicule est tin ether bu- 
tylique du glycol, les proportions ponderales de melange sont 
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d*environ, respectivement, 85$, 2,5# et 12,5#. 

4 - Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que 
ladite application de ladite contre-eieetrode est rdalis^e au 
moins en parti e par serigraphie> 

5 - Proceeds selon la revendication 1, caracterise en ce que 
l»ecran est partiellement masque de maniere que le melange eoit 
depose" s^lectivement a travers certain es regions predetermines 
de 1'ecran, et en ce que 1' impression par serigrapnie comprend 
le depot simultane" de deux ou plusieurs couches' poreuses comple- 
xes sur la face en metal pour redresseurs. de facon que chacune 
des couches complexes devienne l»anode d*un condensatsur separe. 

6 - Precede selon la revendication 2, caracterise en ce 
qu»il comprend une operation de depdt seiectif par serigrapnie 
d'une couche d*arret sur les parties de la face oxydee en metal 
pour redresseurs situe*es entra les pastilles separe*es„ 

7 - Precede selon la revendication 2, caracterise en ce 
qu'il comprend un de P 6t seiectif d»une couche d«arr£t sur les 
parties • de la face oxydee en metal pour redresseurs situ^es 
entre les pastilles separees, par voie humide. 

8 - Rroee'de' selon la revendication 2, caracterise en ce 
que le substrat est une base en ceramique sur laquelle une 
couche du metal pour redresseurs est deposes", le proc£de compre- 
nant une operation de separation mecanique dep condensateurs se- 
pares par vaporisation de la couche de m<5tal pour redresseurs 

: dans les regions comprises entre les pastilles, a l'aide d'un 
faisceau laser. 

9 - Procede selon la revendication 2, caraeterise en ce 
que le. substrat est constitue par une base de ceramique aur la- 
quelle est deposee une couche de metal pour redresseurs, et 

il comprend une operation de separation mecanique des groupes 
de condensateurs separes par an procede classique de trace et de 
separation, dans lequel chacun des groupes comprend un ou plu- 
sieurs des condensateurs separes. 

10 - Conclensateur a electrolyte eolide, caracterisS en ce 
qu*il -comprend un substrat, ayant au moins une face en. un metal 
pour redresseurs, formant la connexion anodique du cxtadensateur 
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une pastille poreuse du m^tal pour redresseurs d£pos£e par ■ 
s^rigraphie et li£e par frittage h la face en caStal pour redres- 
seurs, la pastille comportant une surface ext£rieure rugueuse re- 
produieant la forme de l*£cran de serigraphie , une couche 

5 d'oxyde de m^tal pour redresseura formde but lee parties 

d^couvert de la face en m£tal pour redreseeurs et de la pastille 
en m§me m6tal, du bioxyde de manganese const! tuant un Electro- 
lyte solide, ayant traverse la pastille de m£tal pour redres- 
seurs et £tant en contact avec la couche d*oxyde du m6tal pour 

10 redresseurs et une contre-£lectrode 6tant plac^e sur 2>£L0otro- 
lyte et f ormant la connexion de cathode du condensateur. 
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